
チップ間を広帯域&低電力にダイレクト接続

ベースダイのプロセッサなどは、TSVを使うため
ダイが大きくなりコストが高くなる

トップダイのメモリなどは、信号や電力がTSVを
経由するため抵抗が増える

パッケージ面積を最小にできる

スタックしたダイの熱を狭い面積から排熱しなけ
ればならないため、性能が制約される

TSV Integration
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